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EDA - Adding Thermal Vias
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• Challenge:需要調查 PCB 設計中添加的
散熱通孔(Vias)的影響。

• Solution:在選定組件下方新增散熱通孔

• 在組件下方定義散熱通孔陣列

• 建模為具有有效電導率的立方體幾何形
狀

• 目前僅可使用詳細（分層）PCB 選項。

快速輕鬆地研究熱管理選項



欲知詳情，請加入勢流會員  
即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容

https://www.flotrend.com.tw/login.php
https://www.flotrend.com.tw/monthly.php


Thank you for your attention.
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